
Edgetek™ 3D/LDS  解决方案

产品公告

Edgetek™ 3D/LDS解决方案是帮助客户在模塑部件表面
构建3D电路的先进技术⸺加工步骤更少，交付周期更短，
生产成本更低。全新的Edgetek材料解决方案可广泛应用
于一系列关键行业，包括5G基站、医疗设备、消费性电子产
品等。

Edgetek 3D/LDS解决方案可通过PC、LCP、PPS制造，并可
根据客户的具体需求进行定制。此材料解决方案具有高设
计灵活性、多功能集成、尺寸小型化和轻量化等特点，可以
满足苛刻的制造要求，同时不影响生产效率和成本。 

3D/LDS Edgetek配方可以让高端电子元件制造商缩小机
械和电气系统组件，即使是在高温制造过程中，如表面贴
装工艺（SMT），都可达到减小终端产品尺寸的目的，该配
方可广泛应用于电子、汽车和5G行业及相关基础设施等行
业。这项技术也能支持未来应用，以提高5G建设的通信质
量。

主要特性
     ●    设计灵活性高
     ●    集成各种功能
     ●    小型化、轻量化
     ●    降低初始零件成本和生产成本
     ●    简化过程
     ●    缩短装配时间
     ●    在亚洲出售

市场与应用
Edgetek 3D/LDS解决方案可广泛应用于高要求的市场和
应用，包括： 
     ●    v消费性电子产品
     ●    医疗
     ●    汽车
     ●    通信
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